
基板間での光エレクトロニクス化の効果は実証されている．また，半導体チップ
内にまで及ぶ開発目的については「光エレクトロニクス化」と「従来の電子回路
及び金属配線」の優位について，いくつかの典型的な応用事例（例えば，LSI
チップ内の回路ブロック間データ転送では，転送速度の向上と同時に電力消
費の低減が問われている，など）を具体的に設定するなどのベンチマークを行
うことで，実用化へ向けて開発テーマを適宜見直す際に有効である．
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第２期の光ケーブル付LSI基板や第３期の光電子集積インターポーザに求められる性
能やコストの目標設定に関しては，サーバ機器製造メーカと連携し，単に，開発対象
の集積回路チップ性能のみを注力するのではなく，適用対象全体のシステムレベルか
らトップダウンで目標設定を適切に行うことが重要．さらに，技術レベル主導のみなら
ず，出口戦略を具体化した産学官協働で推進する体制を強化する方策を検討するこ
とで，サーバの国際競争力が強化されると考えられる．
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●各テーマのキーポイントについての助言、提案

④超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発

• 基板間での光エレクトロニクス化の効果は実証されている．また，半導体チップ内にまで及ぶ開発
目的については「光エレクトロニクス化」と「従来の電子回路及び金属配線」の優位について，いく
つかの典型的な応用事例を具体的に設定するなどのベンチマークを行うことで，実用化へ向けて
開発テーマを適宜見直す際に有効である．

• 2013年9月の総合科学技術会議フォローアップ指摘事項に対する具体的方策について

A． 指摘事項「全体目標及びマイルストーンの明確化と計画の柔軟な見直し」に対する方策：

第２期の光ケーブル付LSI基板や第３期の光電子集積インターポーザに求められる性能やコストの
目標設定に関しては，サーバ機器製造メーカと連携し，システムレベルからトップダウンで目標設定を
適切に行うことが重要．さらに，技術レベル主導のみならず，出口戦略を具体化した産学官協働で推
進する体制を強化する方策を検討することで，サーバの国際競争力が強化されると考えられる．
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0.4V駆動デバイス技術開発については，既出のアプリケーションが求める半導体デバイス
の動作速度，集積規模，機能をその時期の最先端半導体デバイスとベンチマークする必要
がある．トレードオフがあるならば，「何等かのExcuseについて許容できるか？」（例えば，動
作速度に制約があるものの，集積規模が格段に小型化（従来比で）できる場合，モバイル
機器への搭載が，より容易になる，など），あるいは「出口として機能を限定したアプリを追
及できるか？」についての議論を，超低消費電力化指向の携帯機器メーカ等のアプリレイ
ヤーの方々と一緒に議論を進めていけば，より良い体制になると考えれる．

微細化の進展に伴う問題的（パラメータばらつきやリーク電流の増
大）により，半導体デバイスの低電圧化は限界に達していることを
解決する一手段として，新原理デバイスを活用する観点は重要．
ただし，新原理利用に伴う新たなリスクも発生する．特に，「実用
化」を推進するにあたり，デバイス性能はもちろん，インテグレー
ションし易さや材料コスト（レアメタル問題など）なども総合的に鑑
みて，新原理デバイスを取捨選択していく体制を検討してはどうか．
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次世代EUVについては，マスク，レジスト材料などに特化しており，戦略として有効
であると考えられる．但し，EUVリソグラフィシステムが世界の開発拠点あるいは半
導体企業のいずれかででも実現することが大前提であるので，グローバルでの連
携・協調をさらに進めて，EUVのトータルシステム実現に貢献いただきたい．
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●各テーマのキーポイントについての助言、提案（続き）
⑤次世代型超低消費電力デバイス開発プロジェクト

• １） 0.4V駆動デバイス技術開発については，既出のアプリケーションが求める半導体デバイスの動作速度，集

積規模，機能をその時期の最先端半導体デバイスとベンチマークする必要がある．トレードオフがあるならば，

「何等かのExcuseについて許容できるか？」，あるいは「出口として機能を限定したアプリを追及できるか？」につ

いての議論を，超低消費電力化指向の携帯機器メーカ等のアプリレイヤーの方々と一緒に議論を進めていけば，

より良い体制になると考えれる．

• ２） 微細化の進展に伴う問題的（パラメータばらつきやリーク電流の増大）により，半導体デバイスの低電圧化は

限界に達していることを解決する一手段として，新原理デバイスを活用する観点は重要．ただし，新原理利用に

伴う新たなリスクも発生する．特に，「実用化」を推進するにあたり，デバイス性能はもちろん，インテグレーションし

易さや材料コスト（レアメタル問題など）なども総合的に鑑みて，新原理デバイスを取捨選択していく体制を検討し

てはどうか．

• ３） 次世代EUVについては，マスク，レジスト材料などに特化しており，戦略として有効であると考えられる．但し，

EUVリソグラフィシステムが世界の開発拠点あるいは半導体企業のいずれかででも実現することが大前提である

ので，グローバルでの連携・協調をさらに進めて，EUVのトータルシステム実現に貢献いただきたい．
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６．【次・総０４】サイバーセキュリティの強化
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本質的な見直しが
必要に思える
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• 出口戦略
1. 国家として守るべき拠点に対し、研究成果を実システムに
適用し、戦略的に防御(=実装)していく。

2. 東京オリンピックへの実装
例えば、「世界一安全な都市(東京)・国(日本)」。

3. 新たな領域への展開
例えば、
a. スマートグリッドや交通など重要社会インフラを担う制御系システム
b. 災害現場などでの活用が期待される自動化・自律化ロボットなど

4. ファクトに基づいた(国内外の)政策立案を支援
a. 諸外国との法制度の相互運用性、国際的連携体制
b. 国内業界団体との連携によるファクトの情報共有

• 課題
1. IT機器の利用者や運用者との協働
2. グローバル空間での国際的連携体制(含政策)
3. 新たな領域の出現
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• 施策・研究内容に関するコメント
1. 実際に、国家として防御すべき拠点への実装・運用が示さ
れていない。

2. IDおよび本人確認に関する研究が、不足している。
3. セキュリティー専門家のみでの活動になっているように見
える。

a. 他分野との連携を促すべき。

b. 競争的研究費を増やすべき。

4. グローバルな空間での諸外国との連携に関する具体的な
施策が提示されていない。

5. 関連する業界団体が、縦割りになっていないか?
6. 情勢判断及び意思決定の支援に関する研究が欠けている。
7. ソフトウェアの脆弱性に偏っていないか? SW、HW以外にも
プロトコル、設定、運用の脆弱性が認識されている。
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 1.具体的な施策に進展させるべき。
2.実ビジネスの主体との連携を実現すべき
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 1．「サイバー攻撃の解析」の具体的な協力先と体制を構築すべき。
2. 「実習の実施」が人材育成のみでは、不十分である。
3．実証実験の次を提案して頂きたい。
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